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Circuit board recess formation method for telecommunication terminal 
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Abstract of DE1 9706281 

The recess (5) for insertion of an end (9) of a wire (6) is formed by the drilling of two smaller holes (7,8) 
of corresponding diameter in the board (13). Midway between these a third hole (10) is made with a 
diameter extending to the centre of each of the first two holes. To secure a wire, the end of the wire is 
bent into a U-shape with two right-angle bends between its limbs (11,12) to limit the depth of its 
insertion. The wire is held securely in the semi-cylindrical small holes, and makes good electrical 
contact. 
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® Verfahren zur Herstellung einer Ausnehrnung in einer Leiterplatte eines Kommunikationsendgerates 

@ Zur Aufnahme des Antennendrahtes (6) innerhalb ei- 
nes funkbetriebenen Kommunikationsendgerates dient 
eine Ausnehrnung (5) in einer Leiterplatte (13). 
Diese Ausnehrnung soli kostengunstig hergestellt wer- 
den. 

Zu diesem Zweck werden in die Leiterplatte (13) zunachst 
zwei kleinere Locher (7, 8) gebohrt, wobei die Locher (7, 8) 
dem Durchmesser und den Abmessungen des Antennen- 
drahtes (6) angepaRt sind. Mittig zwischen diesen L6- 
chern wird eine weitere Boh rung (10) eingebracht, deren 
Durchmesser sich biszum jeweiligen Mittelpunkt der klei- 
nen Locher (7, 8) erstreckt. Anschliefcend erfolgt die 
Durchkontaktierung der so gebildeten Ausnehrnung (5). 




< 

00 
CM 

to 
o 

a 

LU 

Q 



BUNDESDRUCKEREI 06.98 802 034/463/1 22 



BNSDOCID: <DE 19706281A1J_> 



THIS PAGE BLANK n 



- Leerseite - 



BNSDOCID: <DE. 



19706281 A 1J_> 



